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Pasta do lutowania twardego, elementéw ze stali,
zwhaszcza niskoweglowych

Przedmiotem wynalazku jest pasta do lutowania twardego, elementéw ze stali, zwlaszcza niskoweglo-
wych utworzona na osnowie sproszkowanej miedzi elektrolitycznej zdyspergowanej w noéniku dla uzyskania
konsystencji pasty jako lutu stosowanego w przemysle motoryzacyjnym i maszynowym.

Stan techniki. Znane s3 — np. z literatury technicznej Radomski T. Ciszewski A. ,Lutowanie* WNT,
Warszawa, 1971, Von Heidrum Pfannkuchen ,Lotpasten eine neue Lieferform von Lotwerhstopffen“
Mitteilungen, 1973, nr 4, Rudolf Kemer ,Mikro Lotpasten und deren Andweridung .. Verbindundstechnik*“
Heft nr 5, Mai 1975, Landcaster J.F. ,The Metallugy of Welding Brazing and Solering“ London 1970, Glen,
D, Kole, Paul D. Johnson ,Atomized copper brazing paste — luty twarde w postaci drutu, paleczek,
ksztahek, zawierajace w swym skiadzie od 1-99% miedzi, za$ pozostata procentowg ilo§é stanowi cynk, cyna,
srebro, fosfor, wykorzystywane przy lutowaniu elementéw maszyn i urzadzeh wykonywanych ze stali.

Znana jest réwniez z opisu patentowego USA nr 3986899 pasta do lutowania twardego na bazie
rozpylonej miedzi w postaci proszku o granulacji 5-300 mikrometréw lub tez majacym przeci¢tny rozmiar
czasteczek od okolo 5 do 177 mikrometré6w. Omawiana pasta w swym skladzie posiada czgsteczki miedzi
polaczone z co najmnicj 0,5% wagowo czasteczkami 2elaza karbonylowego.

Istots wymalazku. Pasta do lutowania twardego wediug wynalazku zawiera (w 100 gramach) od 40 do
75% sproszkowanej miedzi elektrolitycznej wzigtej wagowo o granulacji od 5 do 200 mikrometréw, przy
skiadzie granulometrycznym wediug frakcji ujetych procentowo:

frakcja 5- 40 mikrometréw od 20-40%
frakcja 40- 56 mikrometréw od 15-30%
frakcja 56- 63 mikrometréw od 1- 5%
frakcja 63- 71 mikrometréw od 10-15%
frakcja 71-100 mikrometréw od 10-15%
frakcja 100 - 160 mikrometréw od 5-15%,

reszt¢ natomiast procentowego sktadu stanowi frakcja od 160-200 mikrometréw, z kolei za§ do wspomniancj
miedzi elektrolitycznej w iloéci od 40-75% wzigtej wagowo dodaje si¢ topnik Boroscecnr 1 od 10-30% wzigty
wagowo, klej celtap-lux od 1-5% wzigty wagowo, glikol dwuetylenowy od 0-8% wzi¢ty wagowo, podczas gdy
reszt¢ skiadu procentowego konsystencji pasty stanowi woda. W odniesieniu do znanego stanu techniki,
zastosowanie frakcji sproszkowanej elektrolitycznej miedzi wedlug wynalazku, ma ten korzystny skutek, 2e
dzigki duzej zawartoéci frakcji 540 mikrometréw, w procesic lutowania, ziarna miedz o wigkszej érednicy s
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otaczane przez ziarna male, skutkiem czego nast¢puje szybsze topienie si¢ ziaren mniejszych, za§ w powsta-
tych w ten sposéb kroplach rozpuszczaja si¢ ziarna miedzi wigksze i dzigki temu proces lutowania przebiega
szybciej bez potrzeby przegrzewania ziacz lutowanych.

Przykiad realizacji wynalazku. Past¢ do lutowania twardego wediug wynalazku tworzy si¢ na osnowie
sproszkowanej elektrolitycznej miedzi o granulacji od okolo 5 do okoto 200 mikrometréw przy sktadzie
granulometrycznym wedtug frakcji ujetych procentowo i wzigtych wagowo:

frakcja 5- 40 mikrometréw - 36%
frakcja. 40- 56 mikrometréw - 20%
frakcja.. 56- 63 mikrometréw - 1,5%
frakcja 63- 71 mikrometréw -12,5%
frakcja 71-100 mikrometréw -12,5%
frakcja 100- 160 mikrometréw - 9%
frakcja 160-200 mikrometréw - 8,5%.

Do 60% wzigtej wagowo sproszkowane;j elektrolitycznej miedzi o granulacji wediug podanych frakc;ji
dodaje si¢ proszek odpowiedniego topnika, korzystnie Boroscec nr 1 w ilosci 15% wzigty wagowo, nast¢pnie
klej celtap-lux wiloéci 2%, glikol dwuetylenowy 5% wzigty wagowo, podczas gdy reszt¢ procentowego skladu
pasty stanowi woda. :

Wyszczeg6inione skiadniki miesza si¢ w naczyniu w temperaturze pokojowej w czasie okolo 60 minut do
uzyskania konsystencji pasty w postaci gestego kremu. Tak przygotowana i sporzadzong past¢ nakiada si¢na
uprzednio przygotowane zigcza i poddaje si¢ ogrzewaniu w temperaturze okodo od 1423-1473 stopni K azdo
stopienia ziarenek lutu pasty. '

Zastrzeczenie patentowe

Pasta do lutowania twardego clementOw ze stali, zwlaszcza niskowgglowych, utworzona na osnowie
sproszkowanej, elektrolitycznej miedzi, zdyspergowanej w lepiszczu, znamienna tym, 2¢ w swym skiadzie (w
100 gramach) zawiera od 40 do 75% wzi¢tych wagowo sproszkowanej, elektrolitycznej miedzi o granulacji od
5 do 200 mikrometréw przy sktadzie granulometrycznym wediug frakcji uj¢tych procentowo, a mianowicie:

frakcja 5- 40 mikrometréw od 20 -40%
frakcja 40- 56 mikrometréw od 15-30%
frakcja 56- 63 mikrometréw od 1- 5%
frakcja 71-100 mikrometréw od 10-15%
frakcja 100- 160 mikrometréw od 5-15%

reszt¢ za§ procentowego skladu stanowi frakcja 160-200 mikrometréw, kolejno za§ do sproszkowane;j
elektrolitycznej miedzi w ilosci od 40 do 75% o ustalonej granulacji i wzigtej wagowo dodaje si¢ topnik,
korzystnie Boroscec nr 1 od 10-30% wzigty wagowo, klej celtap-lux od 1-5% wzigty wagowo, glikol
dwuetlenowy od 0 do 8% wzigty wagowo, podczas gdy reszt¢ skladu procentowego konsystencji pasty
stanowi woda.
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